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(57) Abstract: The invention relates to an interposer for a semiconductor module that consists of a carrier base (10) in the form of
a film on whose upper face a semiconductor component (2) and its component interconnectors (21) are directly applied. From the
lower face of the carrier base (10) throughbores (11) are introduced in such a manner that the component interconnectors (21) of the
semiconductor component are exposed. The throughbores are contacted with the component interconnectors of the semiconductor
component by way of a metallized layer (12, 22). The walls of the throughbores (11) are then exposed from the lower face of the
support base by annular notches (14) so that chimney-shaped, recessed studs (15) are produced that form the external connections
for the module for providing the contacts on a printed circuit board.

(57) Zusammenfassung: Der Zwischentriger fiir ein Halbleitermodul besteht aus einem Tragerkorper (10) in Form einer Folie, auf
deren Oberseite eine Halbleiterkomponente (2) mit ihren Bauteil-AnschluBelementen (21) unmittelbar aufgebracht wird. Von der
Unterseite des Trigerkorpers (10) werden Durchgangslécher (11) so eingebracht, daB die Bauteil-AnschluBelemente (21) der Halb-
leiterkomponente freigelegt werden. Die Durchgangslcher werden durch eine Metallisierung (12,22) mit den Bauteil-AnschluBele-
menten der Halbleiterkomponente kontaktiert. AnschlieBend werden die Wande der Durchgangslécher (11) von der Unterseite des
Tragerkorpers her durch ringformige Einkerbungen (14) freigelegt, so da3 kaminférmige, vertiefte Hocker (15) entstehen, die als
AuBenanschliisse fiir das Modul zur Kontaktierung auf einer Leiterplatte dienen.
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